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章节摘录

版权页：   插图：   （6）工作台上如果铺有橡皮、塑料等易于积累静电的材料，电路片子及印制板等
不宜放在台面上。 （7）集成电路若不使用插座，直接焊到印制板上，安全焊接顺序为：地端→输出
端→电源端→输入端。 （8）焊接集成电路插座时，必须按集成块的引线排列图焊好每个点。 3.有机
材料塑料元件接点焊接 各种有机材料，包括有机玻璃、聚氯乙烯、聚乙烯、酚醛树脂等，现在已被广
泛用于电子元器件的制作，例如，各种开关、插接件等，这些元件都是采用热铸塑方式制成的。它们
最大的弱点就是不能承受高温。当对铸塑在有机材料中的导体接点施焊时，如不注意控制加热时间，
极容易造成塑性变形，导致元件失效或降低性能，造成隐性故障。因此，这一类元件焊接时必须注意
： （1）在元件预处理时，尽量清理好接点，力争一次镀锡成功，不要反复镀，尤其将元件在锡锅中
浸镀时，更要掌握好浸入深度及时间。 （2）焊接时烙铁头要修整尖一些，焊接一个接点不应碰相邻
接点。 （3）镀锡及焊接时加助焊剂量要少，防止浸入电接触点。 （4）烙铁头在任何方向均不要对接
线片施加压力。 （5）时间要短一些，焊后不要在塑壳未冷前对焊点作牢固性试验。 4.继电器、波段
开关类元件接点焊接 继电器、波段开关类元件的共同特点是簧片制造时加预应力，使之产生适应弹力
，保证了电接触性能。如果安装施焊过程中对簧片施加外力，则易破坏接触点的弹力，造成元件失效
；如果装焊不当，容易造成以下问题： （1）装配时如对触片施力，造成塑性变形，开关失效。 （2）
焊接时对焊点用烙铁施力，造成静触片变形。 （3）焊锡过多，流到铆钉右侧，造成静触片弹力变化
，开关失效。
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编辑推荐

《应用型计算机与信息类专业实践规划教材:电子设计竞赛基础与实践》内容丰富实用，叙述简洁清晰
，实践性强，注重训练学生制作、装配、调试与检测、系统设计等实际动手能力。可作为高等院校电
子信息工程、通信工程、自动化、电气控制类等专业学生参加全国大学生电子设计竞赛的初级培训教
材，也可作为各类电子制作、课程设计、毕业设计的教学参考书，还可作为工程技术人员进行电子产
品设计与制作的参考书。
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